
MCP1501
高精度缓冲参考电压
特性

• 大温度系数：50 ppm/°C（-40°C至+125°C）

• 初始精度：0.1% 

• 工作温度范围：-40°C至+125°C

• 低工作电流典型值：140 μA

• 线路稳定度： 大为50 ppm/V

• 负载稳定度： 大为40 ppm/mA

• 8种电压可供选择：

- 1.024V

- 1.250V

- 1.800V

- 2.048V

- 2.500V

- 3.000V

- 3.300V

- 4.096V

• 输出噪声（10 Hz至10 kHz）：< 0.1 µVP-P

应用

• 高精度数据采集系统

• 高分辨率数据转换器

• 医疗设备应用

• 工业控制

• 电池供电设备

简介

MCP1501是一款具有20 mA灌 /拉电流能力的缓冲参考
电压器件。该器件是一种基于带隙的低漂移参考电压器
件。带隙使用基于斩波的放大器，可将漂移有效降低
为零。 

MCP1501提供以下封装：

• 6引脚SOT-23

• 8引脚SOIC

• 8引脚2 mm x 2 mm WDFN

封装类型
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MCP1501
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MCP1501
1.0 电气特性 

绝对 大值 (†)

VDD.............................................................................................................................................................................5.5V

流入VDD引脚的 大电流 .......................................................................................................................................  30 mA

钳位电流 IK（VPIN < 0或VPIN > VDD）..................................................................................................................±20 mA

OUTPUT引脚的 大输出灌电流 .............................................................................................................................30 mA

OUTPUT引脚的 大输出拉电流 .............................................................................................................................30 mA

（HBM:CDM:MM）.....................................................................................................................  （2 kV:±1.5 kV:200V）

† 注：如果器件的工作条件超过上述“绝对 大值”，可能对器件造成永久性损坏。上述数值仅是工作条件 大值，我
们建议不要使器件工作在 大值甚至超过 大值的条件下。器件长时间工作在 大值条件下，其可靠性可能受到影响。

表1-1： 直流特性

电气特性：除非另外说明，否则VDD(MIN) VDD  5.5V，温度范围为 -40C  TA  +125C。

特性 符号 小值 典型值 大值 单位 条件

电源电压 VDD 1.65 — 5.5 V MCP1501-10

VDD 1.7 — 5.5 V MCP1501-12

VDD 2.0 — 5.5 V MCP1501-18

VDD 2.25 — 5.5 V MCP1501-20

VDD 2.70 — 5.5 V MCP1501-25

VDD 3.2 — 5.5 V MCP1501-30

VDD 3.5 — 5.5 V MCP1501-33

VDD 4.3 — 5.5 V MCP1501-40

上电复位释放电压 VPOR — 1.45 — V

上电复位重新激活电压 — — 0.8 — V

输出电压 MCP1501-10 VOUT 1.0232 1.024 1.0248 V

MCP1501-12 1.2490 1.250 1.2510 V

MCP1501-18 1.7985 1.800 1.8015 V

MCP1501-20 2.0460 2.048 2.0500 V

MCP1501-25 2.4980 2.500 2.5020 V

MCP1501-30 2.9975 3.000 3.0025 V

MCP1501-33 3.2975 3.300 3.3025 V

MCP1501-40 4.0925 4.096 4.0995 V

温度系数 MCP1501-XX TC — 10 50 ppm/C

线路稳定度 VOUT /
VIN

— — 50 ppm/V

负载稳定度 VOUT /
IOUT

— — 40 ppm
——灌
电流

70 ppm
——拉
电流

ppm/mA -5 mA < ILOAD < +5 mA

压差 VDO — — 200 mV -5 mA < ILOAD < +2 mA

电源抑制比 PSRR 94 dB 1.024V选项，VIN = 5.5V，
100 mVP-P时为1 kHz
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MCP1501
关断 VIL 1.35 VIN = 5.5V

VIH 3.80

输出电压滞后 ∆VOUT_HYST 300 µV 有关测试条件的更多详细信
息，请参见第1.1.10节“输出
电压滞后”。

输出噪声 MCP1501-10 eN — 0.1 — µVP-P 0.1 Hz至10 Hz，TA = +25C
— 5 — 10 Hz至10 kHz，TA = +25C

MCP1501-20 eN — 0.1 — µVP-P 0.1 Hz至10 Hz，TA = +25C
— 10 — 10 Hz至10 kHz，TA = +25C

MCP1501-40 eN — 0.1 — µVP-P 0.1 Hz至10 Hz，TA = +25C
— 20 — 10 Hz至10 kHz，TA = +25C

大负载电流 ILOAD — ±20 — mA TA = +25°C
2.048V选项

电源电流 IDD — 140 550 µA 无负载

— — 350 无负载，TA = +25°C

关断电流 MCP1501-10 ISHDN 205 nA TA = +25°C

MCP1501-20 185

MCP1501-40 185

表1-1： 直流特性（续）

电气特性：除非另外说明，否则VDD(MIN) VDD  5.5V，温度范围为 -40C  TA  +125C。

特性 符号 小值 典型值 大值 单位 条件

表1-2： 温度规范

电气规范：除非另外说明，否则所有参数的适用条件均为AVDD和DVDD = 2.7至3.6V。

参数 符号 小值 典型值 大值 单位 条件

温度范围

工作温度范围 TA -40 — +125 °C

存储温度范围 TA -65 — +150 °C

封装热阻

SOT-23-6的热阻 JA — +190.5 — °C/W

SOIC-8的热阻 JA — +149.5 — °C/W

DFN-8的热阻 JA — +141.3 — °C/W
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MCP1501
1.1 术语

1.1.1 输出电压

输出电压是指OUT引脚上提供的参考电压。

1.1.2 输入电压

输入电压（VIN）是指可施加到VDD引脚上且仍能使器
件在OUT引脚上生成指定输出电压的电压范围。

1.1.3 温度系数（TCOUT）

输出温度系数或电压漂移用于衡量输出电压因环境温度
变化而相对于其初始值的变化。电气规范中规定的值按
公式1-1所示测量。

公式1-1： TCOUTPUT计算
 

1.1.4 压差

压差的定义为带负载时VDD和VOUT之间的电压差。
公式1-2用于计算压差。

公式1-2：

1.1.5 线路稳定度

无论输入电压如何变化，理想的参考电压器件都将维持
恒定的输出电压。但对于实际的器件，如果输入电压发
生变化，输出上可能会测量到微小误差。

线路稳定度的定义为输出电压变化（VOUT）与输
入电压变化（VIN）之间的关系，用百分比表示，如
公式1-3所示。

公式1-3：

线路稳定度也可表示为%/V或ppm/V，分别如公式1-4
和公式1-5所示。

公式1-4：

公式1-5：

例如，如果设计中采用MCP1501-20，在输入变化
250 mV时测得输出电压变化了2 µV，则用%、ppm、
%/V和ppm/V表 示 的 误 差 分 别 如公式1-6 –公式1-9
所示。

公式1-6：

公式1-7：

公式1-8：

公式1-9：

TCOUT

OUTMAX OUTMIN–

T OUTNOM
-------------------------------------------------------- 10

6
ppm/C=

其中：

OUTMAX = 整个温度范围内的 大输出电压

OUTMIN = 整个温度范围内的 小输出电压

OUTNOM = 整个温度范围内的平均输出电压

T = 数据收集过程中的温度范围

VDO VIN VOUT | IOUT 常量=–=

VOUT
VIN

-------------------- 100%  线路稳定度百分比=

VOUT
VOUT NOM 
---------------------------------------
 
 
 

VIN
--------------------------------------------- 100%  %

V
-----线路稳定度=

VOUT
VOUT NOM 
---------------------------------------
 
 
 

VIN
--------------------------------------------- 10

6 ppm
V

-----------线路稳定度=

VOUT
VIN
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  2 V
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------------------ 100% 
  .0008%=
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  2 V
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------------------ 10

6 
  8 ppm=
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2 V
2.048V
----------------- 
 

250 mV
-----------------------

 
 
 
 
 

100%  0.000390625 %
V
-----==

VOUT
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6  

2 V
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----------------- 
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-----------------------

 
 
 
 
 

10
6  3.90625 ppm

V
------------==
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MCP1501
1.1.6 负载稳定度

无论负载的电流需求如何，理想的参考电压器件都将维
持指定的输出电压。但实际器件在带有负载时，其输出
电压会与指定的输出电压之间存在微小误差。 

负载稳定度定义为无负载条件下（VOUT @ IOUT|0）与
大负载条件下（VOUT @ IOUT|MAX）的电压差，用百

分比表示，如公式1-10所示。

公式1-10：

与线路稳定度相似，负载稳定度也可表示为%/mA或
ppm/mA，分别如公式1-11和公式1-12所示。

公式1-11：

公式1-12：

例如，如果设计中采用MCP1501-20，在输入变化2 mA
时测得输出电压变化了10 µV，则用%、ppm、%/V和
ppm/V表示的误差分别如公式1-13 –公式1-16所示。

公式1-13：

公式1-14：

公式1-15：

公式1-16：

VOUT  @ IOUT|0 VOUT @ IOUT|MAX –

VOUT @ IOUT|MAX
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100%  负载稳定度百分比=

VOUT
VOUT NOM 
---------------------------------------
 
 
 

IOUT
--------------------------------------------- 100%  %

mA
-------- 线路稳定度=

VOUT
VOUT NOM 
---------------------------------------
 
 
 

IOUT
--------------------------------------------- 10

6 ppm
mA
-----------负载稳定度=

2.048V 2.04799V–
2.04799V

----------------------------------------------- 100% .= 0004882%

2.048V 2.04799V–
2.04799V

----------------------------------------------- 10
6 2.048V 2.04799V–

2.04799V
-----------------------------------------------  10

6 
 = 4.882 ppm=

VOUT
VOUT NOM 
------------------------------------
 
 
 

IOUT
------------------------------------------  100%  

10 V
2.048V
----------------- 
 

2 mA
-----------------------

 
 
 
 
 

 100%  0.2441 %
mA
--------==

VOUT
VOUT MAX 
-----------------------------------
 
 
 

IOUT
-----------------------------------------  10

6  

10 V
2.048V
----------------- 
 

2 mA
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 10
6  0.2441 ppm

mA
-----------==
DS20005474C_CN 第6页  2017 Microchip Technology Inc.



MCP1501
1.1.7 输入电流

输入电流（工作电流）是指输出引脚上没有负载电流时
从VIN灌入GND的电流。该电流受温度、输入电压、输
出电压和负载电流的影响。

1.1.8 电源抑制比

电源抑制比（Power Supply Rejection Ratio，PSRR）
用于衡量不同频率下输出电压变化（∆VOUT）相对于
输入电压变化（∆VIN）的情况。

1.1.9 长期漂移

长期输出稳定度的测量条件：将器件暴露于+25°C环境
温度（如图2-18所示）下并采用如图1-1所示的电路配
置。在本测试中，器件的所有电气规范均在+25°C的温
度下定期测量。

图1-1： 长期漂移测试电路

1.1.10 输出电压滞后

输出电压滞后用于衡量上电器件在整个工作温度范围内
温度变化后的输出电压误差。滞后量可通过在下列两种
情况下测量+25°C输出电压的变化量来进行量化：温度
从+25°C上升到+125°C再回到+25°C以及温度从+25°C
下降到 -40°C再回到+25°C。

VIN

GND

GND

GND GND

GND

FB

VOUT

Power

Signal In

电源

信号输入
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MCP1501
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MCP1501
2.0 典型工作曲线

注：除非另外说明，否则：VDD(MIN) VDD  5.5V，
-40C  TA  +125C。

图2-1： VOUT —温度曲线（无负载，4.096V
选项）

图2-2： VOUT —温度曲线（无负载，2.048V
选项）

图2-3： VOUT —温度曲线（无负载，1.024V
选项）

图2-4： 负载稳定度—温度曲线（ILOAD 5 mA
灌电流）

图2-5： 负载稳定度—温度曲线（ILOAD 5 mA
拉电流）

图2-6： IDD —温度曲线（所有选项）

注： 以下图表为基于有限数量样本的统计结果，仅供参考。此处列出的特性未经测试，不做任何担保。一些图
表中列出的数据可能超出规定的工作范围（例如，超出了规定的电源范围），因此不在担保范围内。
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MCP1501
图2-7： VOUT对应的 IDD —温度曲线（50个器
件，无负载，4.096V选项）

图2-8： VOUT对应的 IDD —温度曲线（50个器
件，无负载，1.024V选项）

图2-9： IDD — VDD曲线（VOUT = 4.096V，
50个器件，无负载）

图2-10： IDD — VDD曲线（VOUT = 1.024V，
50个器件，无负载）

图2-11： 线路调整度—温度曲线

图2-12： 噪声—频率曲线（无负载，
TA = +25°C）
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MCP1501
图2-13： PSRR —频率曲线（无负载，
TA = +25°C）

图2-14： PSRR —频率曲线（1 kΩ负载，
TA = +25°C）

图2-15： 压差—负载曲线（TA = +25°C，2.048V
选项）

图2-16： 温度系数分布（无负载，TA = +25°C，
VDD = 2.7V，50个器件）

图2-17： 温度系数分布（无负载，TA = +25°C，
VDD = 5.5V，50个器件）

图2-18： VOUT漂移—时间曲线 （TA = +25°C，
无负载，800个器件）
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MCP1501
图2-19： VOUT —负载曲线（TA = +25°C，
2.048V选项）

图2-20： VDDMIN时的VOUT分布（VDD = 2.7V，
800个器件，2.5V选项，无负载）

图2-21： VDDMAX时的VOUT分布（VDD = 5.5V，
800个器件，2.5V选项，无负载）

图2-22： 噪声—时间曲线（VDD = 5.5V，
TA = +25°C，2.048V选项，无负载，2 µV/div，
100 ms/div）

图2-23： 导通瞬态曲线（VDD = 5.5V，
VIN = 2.048V选项，无负载）

图2-24： 线路瞬态曲线（VDD = 5.5V，
VIN = 500 mVPP @ 5VDC，2.048V选项，无负载）
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QC +25°C
QC -40°C
QC +125°C

Conditions:

VOUT 
2V/div 
500 µs/div 

VIN 
2V/div 
500 µs/div 

Conditions:

VIN 
1V/div 
5 ms/div 

VOUT 
10 mV 
5 ms/div 
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MCP1501
图2-25： 线路瞬态曲线（VDD = 5.5V，
VIN = 2.5V，2.048V选项）

图2-26： RISO — CLOAD曲线（4.096V选项，
无负载）

图2-27： RISO — CLOAD曲线（4.096V选项，
带负载）

IOUT
10 mA/div

VOUT
500 mV/div
200 µs/div

1.E-12
10.E-12

100.E-12
1.E-9

10.E-9
100.E-9

1.E-6
10.E-6

100.E-6
1.E-3

0 45 90 135

C
ap

ac
iti

ve
 L

oa
d 

(F
)

Phase Margin (°)

R  = 1Ω
R  = 10Ω
R  = 100Ω
R  = 1kΩ

1.E-12
10.E-12

100.E-12
1.E-9

10.E-9
100.E-9

1.E-6
10.E-6

100.E-6
1.E-3

0 45 90 135

C
ap

ac
iti

ve
 L

oa
d 

(F
) 

Phase Margin (°) 

 

 

 

 

RISO = 1Ω
RISO = 10Ω
RISO = 100Ω
RISO = 1kΩ
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MCP1501
3.0 引脚功能表

表3-1中介绍了引脚功能。

3.1 缓冲VREF输出（OUT）

这是缓冲参考输出。在WDFN和SOIC封装上，该引脚
应连接到器件的FEEDBACK引脚。输出驱动器关断时
呈三态。

3.2 缓冲VREF反馈（FEEDBACK）

这是缓冲放大器反馈引脚。在WDFN和SOIC封装上，
该引脚应连接到器件的OUT引脚。此连接位于SOT-23
封装的内部。请注意，如果OUT引脚和FEEDBACK引
脚之间存在布线阻抗或 IR压降情况，则FEEDBACK引
脚能够精确保持输出电压。可在应用中使用该引脚来消
除因印刷电路板（Printed Circuit Board，PCB）引起
的对输出电压的 IR压降影响或者带高电流负载时的互
连阻抗。

3.3 系统地（GND）

这是电源返回引脚，应连接到系统地。

3.4 关断引脚（SHDN）

这是将器件置于关断模式的数字输入。该引脚为低电平
有效。

3.5 电源输入（VDD）

该电源引脚也用作参考电压器件的输入电压引脚。关于
具体器件的 小电压，请参见电气特性表来确定。

3.6 外露散热焊盘（EP）

内部未连接，但建议接地。

表3-1： 引脚功能表

SOT-23 SOIC 2 x 2 WDFN 符号 功能

1 8 8 OUT 缓冲VREF输出

— 7 7 FEEDBACK 缓冲VREF反馈

2、3和5 2、4、5和6 2、4、5和6 GND 系统地

4 3 3 SHDN 关断引脚，低电平有效

6 1 1 VDD 电源输入

— — 9 EP 外露散热焊盘
 2017 Microchip Technology Inc. DS20005474C_CN 第15页
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MCP1501
4.0 工作原理

MCP1501是一款缓冲参考电压器件，能够在宽输入电
源范围内工作，同时还可在该输入电源范围内提供稳定
的输出。MCP1501的基本构件（见框图）是内部带隙
参考电路。与所有带隙电路一样，内部参考电路会将具
有相反温度系数的两个电压相加，以此让参考电压几乎
不受温度的影响。 

MCP1501的带隙基于对二阶温度系数（Temperature
Coefficient，TC）进行补偿的带隙电路，该电路可使
MCP1501在整个电源和环境温度范围内以高初始精度
和低温度系数工作。带隙曲率补偿在器件特性化期间确
定，并经过微调以实现 优精度。

MCP1501还包括一个基于斩波的放大器架构，可确保
卓越的低噪声工作特性、进一步降低与温度有关的失调
（否则该失调会增大MCP1501的温度系数）以及显著
提高长期漂移性能。此外，该器件还配有一个附加电
路，用于消除输出端的斩波频率。

带隙电压得到补偿后将进行放大和缓冲，然后提供
给输出驱动电路，该输出驱动电路在灌 /拉负载电流
（±5 mA）时具有优异的性能。
 2017 Microchip Technology Inc. DS20005474C_CN 第17页
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MCP1501
5.0 应用电路

5.1 应用技巧

5.1.1 基本应用电路

图5-1给出了MCP1501的基本电路配置图示。

图5-1： 基本电路配置

无需使用输出电容来确保参考电压的稳定性，但可根据情
况添加输出电容以提供噪声滤波或者用作开关负载的电
荷库，例如逐次逼近寄存器（Successive Approximation
Register，SAR）模 数 转 换 器（Analog-to-Digital
Converter，ADC）。如图所示，输入电压通过一个可选
的2.2 μF陶瓷电容连接到器件的VIN输入。如果输入电
压的噪声过大，将需要此电容。2.2 μF电容可抑制频率
约为1 MHz至2 MHz的输入电压噪声。低于此频率的噪
声将通过参考电压的输入电压抑制功能充分抑制。频率
高于2 MHz的噪声将超出参考电压的带宽，因此不会从
输入引脚经器件发送到输出。

如果这些参考电压的输出噪声对于某个应用而言过高，
可通过外部RC滤波器和运算放大器缓冲器轻松将其滤
除（见图5-2）。 图5-2： 输出降噪滤波器

VDD

SHDN

GND

1

2

3

4 5

8

7

6

SOIC-8/DFN-8

GND OUT

GND

GND

0.1 – 2.2 µF

1.65 – 5.5V

1 kΩ

OUT

RFIL

CFIL

Output
of  VREF

VREF
的输出
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RC滤波器值针对所需截止频率进行选择，如公式5-1
所示。

公式5-1：

图5-2所示的值（10 kΩ和1 μF）将在放大器输出端
构成一个一阶低通滤波器。此滤波器的截止频率为
15.9 Hz，衰减斜率为20 dB/十倍频。MCP6021放大器
将此低通滤波器的负载与应用电路的其余部分隔离。此
放大器还提供额外的驱动，响应时间比参考电压短。 

5.1.2  负载电容

OUT与GND之间的输出电容用作参考电路的低通噪声
滤波器，不得忽略。 大容性负载为300 pF，但如果
将电阻与更大的负载电容串联使用，则可能会实现更
大的电容。图5-1给出了1 kΩ电阻与2.2 µF电容串联的
图示。

5.1.3 印刷电路板布线注意事项

印刷电路板（PCB）安装操作产生的机械应力会导致
输出电压相对于其初始值发生偏移。采用SOT-23-6封
装的器件通常比采用WDFN封装的器件更容易产生装配
应力。要减小与应力相关的输出电压偏移，请在PCB
的低应力区域安装参考电压器件（即，远离PCB边缘、
螺孔和大型元件）。

fC
1

2 RFILCFIL 
---------------------------------------=
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MCP1501
5.2 典型应用电路

5.2.1 负参考电压

负参考电压可使用MCP1501系列中的任意器件产生。
典型应用如图5-3所示。在本电路中，电压反相通过
MCP6061和两个阻值相同的电阻来实现。MCP1501参
考电压器件的输出电压用于驱动R1，而R1与MCP6061

放大器的反相输入连接。由于放大器的同相输入偏置
到地，反相输入也将接近地电势。第二个10 kΩ电阻放
置在放大器反馈回路周围。 由于放大器的反相输入为
高阻抗，通过R1产生的电流还将流经R2。因此，对于
MCP1501-25，放大器的输出电压等于 -2.5V ；对于
MCP1501-40，放大器的输出电压等于 -4.096V。

图5-3： 负参考电压

5.2.2  模数转换器参考

MCP1501产品系列经过了精心设计，可为Microchip的
ADC系列提供高精度、低噪声的参考电压。MCP1501-25
经过配置可为12位ADC MCP3201提供参考电压，配置
电路如图5-4所示。

图5-4： ADC示例电路

VDD

SHDN

GND
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3

4 5
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7

6

GND OUT

GND

GND

2.2 µF

2.7 – 5.5V

1 kΩ

-
+

10 kΩ
0.1%

10 kΩ
0.1%

-5V

-2.500V

MCP1501-25

MCP6061

2.2 µF

VDD

SHDN

GND

1

2

3

4 5

8

7

6

GND OUT

GND

GND

2.2 µF

5.0V

2.2 µF

MCP1501-25

MCP3201

5.0V

10 µF

VREF

VIN

0.1 µF

IN+

IN-

1
Ω Ω
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6.0 封装信息

6.1 封装标识

XXNN

6 引脚 SOT-23 示例

8 引脚 SOIC 示例

NNN

150110
SN^^^1550

256
3e

图注： XX...X 客户指定信息
Y 年份代码（日历年的 后一位数字）
YY 年份代码（日历年的 后两位数字）
WW 星期代码（一月一日的星期代码为“01”）
NNN 以字母数字排序的追踪代码
  雾锡（Matte Tin，Sn）的JEDEC®无铅标志
* 表示无铅封装。JEDEC无铅标志（     ）标示于此种封装的外包装

上。

注： Microchip 部件编号如果无法在同一行内完整标注，将换行标出，因此会限制表
示客户指定信息的字符数。

3e

3e

XXXXY
WWNNN

AABTY
50256

8 引脚 WDFN（2 x2 mm） 示例

AAQ
256

器件 代码

MCP1501T-10E/RW AAQ

MCP1501T-12E/RW AAR

MCP1501-18E/RW AAS

MCP1501-20E/RW AAT

MCP1501T-25E/RW AAU

MCP1501T-30E/RW AAV

MCP1501T-33E/RW AAW

MCP1501T-40E/RW AAX

器件 代码

MCP1501T-10E/CHY AABTY

MCP1501T-12E/CHY AABUY

MCP1501T-18E/CHY AABVY

MCP1501T-20E/CHY AABWY

MCP1501T-25E/CHY AABXY

MCP1501T-30E/CHY AABYY

MCP1501T-33E/CHY AABZY

MCP1501T-40E/CHY AACAY

器件 代码

MCP1501T-10E/SN 150110

MCP1501T-12E/SN 150112

MCP1501-18E/SN 150118

MCP1501-20E/SN 150120

MCP1501T-25E/SN 150125

MCP1501T-30E/SN 150130

MCP1501T-33E/SN 150133

MCP1501T-40E/SN 150140

引脚1 引脚1
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MCP1501
6-Lead Plastic Small Outline Transistor (CHY) [SOT-23]

Notes:
1. Dimensions D and E1 do not include mold flash or protrusions. Mold flash or protrusions shall not exceed 0.127 mm per side.
2. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.

BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

Note: For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at 
http://www.microchip.com/packaging

Units MILLIMETERS
Dimension Limits MIN NOM MAX

Number of Pins N 6
Pitch e 0.95 BSC
Outside Lead Pitch e1 1.90 BSC
Overall Height A 0.90 – 1.45
Molded Package Thickness A2 0.89 – 1.30
Standoff A1 0.00 – 0.15
Overall Width E 2.20 – 3.20
Molded Package Width E1 1.30 – 1.80
Overall Length D 2.70 – 3.10
Foot Length L 0.10 – 0.60
Footprint L1 0.35 – 0.80
Foot Angle 0° – 30°
Lead Thickness c 0.08 – 0.26
Lead Width b 0.20 – 0.51

b

E

4N

E1

PIN 1 ID BY
LASER MARK

D

1 2 3

e

e1

A

A1

A2 c

L
L1

φ

Microchip Technology Drawing C04-028B

6引脚塑封小外形晶体管（CHY）[SOT-23]

http://www.microchip.com/packaging Microchip
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MCP1501
6-Lead Plastic Small Outline Transistor (CHY) [SOT-23]

Note: For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at 
http://www.microchip.com/packaging

6引脚塑封小外形晶体管（CHY）[SOT-23]

http://www.microchip.com/packaging Microchip
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MCP1501
Note: For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at 
http://www.microchip.com/packaging

8引脚塑封窄条小外形封装（SN）——主体3.90 mm [SOIC]

http://www.microchip.com/packaging Microchip
 2017 Microchip Technology Inc. DS20005474C_CN 第25页



MCP1501
Note: For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at 
http://www.microchip.com/packaging

8引脚塑封窄条小外形封装（SN）——主体3.90 mm [SOIC]

http://www.microchip.com/packaging Microchip
DS20005474C_CN 第26页  2017 Microchip Technology Inc.



MCP1501
�������	
��������

����
��������������������������!��"�#��$%&

����' !���"��#�$"�
%����"���
&����'��(	��$)�����$��$���"���	
��
	��*�
&��	������
	+	
�"	�����
�"�'��"�
""�;<<(((�#	
��
	��
�#<��
&��	��

8引脚塑封窄条小外形封装（SN）——主体3.90 mm [SOIC]
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MCP1501
BA

0.05 C

0.05 C

0.10 C A B
0.05 C

(DATUM A)
(DATUM B)

C
SEATING

PLANE

NOTE 1

1 2

N

2X
TOP VIEW

SIDE VIEW

BOTTOM VIEW

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

NOTE 1

0.05 C A B

0.05 C

Microchip Technology Drawing  C04-261A Sheet 1  of 2

8-Lead Very, Very Thin Plastic Dual Flat, No Lead Package (RW) - 2x2 mm Body [WDFN]

2X

E

D

1 2

N

E2

D2

2X CH

(K)

8X b

e

L

A
(A3)

0.05 C

A1

8引脚超薄型塑封双列扁平无脚封装（RW）——主体2x2 mm [WDFN]

http://www.microchip.com/packaging Microchip
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MCP1501
Microchip Technology Drawing  C04-261A Sheet 2 of 2

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

Number of Terminals

Overall Height

Terminal Width

Overall Width

Overall Length

Terminal Length

Exposed Pad Width

Exposed Pad Length

Terminal Thickness

Pitch

Standoff

Units
Dimension Limits

A1
A

b

D
E2

D2

(A3)

e

L

E

N
0.50 BSC

0.10 REF

0.70

1.10

0.25
0.20

0.70
0.00

0.25

2.00 BSC

0.30

1.20

0.80

0.75
0.02

2.00 BSC

MILLIMETERS
MIN NOM

8

0.90

1.30

0.35
0.30

0.80
0.05

MAX

(K) -0.30 -

REF: Reference Dimension, usually without tolerance, for information purposes only.
BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

1.
2.
3.

Notes:

Pin 1 visual index feature may vary, but must be located within the hatched area.
Package is saw singulated
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M

Terminal-to-Exposed-Pad

8-Lead Very, Very Thin Plastic Dual Flat, No Lead Package (RW) - 2x2 mm Body [WDFN]

Exposed Pad Chamfer CH - 0.25 -

8引脚超薄型塑封双列扁平无脚封装（RW）——主体2x2 mm [WDFN]

http://www.microchip.com/packaging Microchip
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MCP1501
RECOMMENDED LAND PATTERN

For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging

Note:

Dimension Limits
Units

CH

Optional Center Pad Width

Center Pad Chamfer

Optional Center Pad Length

Contact Pitch

X2
Y2

1.30
0.90

MILLIMETERS

0.50 BSC
MIN

E
MAX

0.28

Contact Pad Length (X8)
Contact Pad Width (X8)

Y1
X1

0.70
0.30

BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

Notes:
1. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M

Microchip Technology Drawing C04-2261A

NOM

8-Lead Very, Very Thin Plastic Dual Flat, No Lead Package (RW) - 2x2 mm Body [WDFN]

CContact Pad Spacing 2.10

Contact Pad to Contact Pad (X6) G1 0.20

C

E

G

X1

Y1

Y2

X2

2X CH

(G2)
SILK SCREEN

1

2

8

Contact Pad to Center Pad (X8) G1 0.25 REF

REF: Reference Dimension, usually without tolerances, for reference only.

Thermal Via Diameter V 0.30

ØV

8引脚超薄型塑封双列扁平无脚封装（RW）——主体2x2 mm [WDFN]
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附录A： 版本历史

版本C（2016年5月）

以下是修改清单：

1. 更新了第1.0节，“电气特性”、第4.0节，“工
作原理”和第5.0节，“应用电路”

2. 更新了特性部分、简介部分和第 3.1 节，“缓冲
VREF输出（OUT）”。

3. 更新了“产品标识体系”部分。

4. 更新了图2-12、图2-20、图2-21、图5-1和图5-4。

5. 更新了公式1-10和公式1-16。

6. 多处打字编辑。

版本B（2016年1月）

以下是修改清单：

1. 更新了第6.0节，“封装信息”。

2. 更新了“产品标识体系”部分。

3. 少量打字错误。

版本A（2015年12月）

本文档的初始版本。
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MCP1501
产品标识体系

欲订货或获取价格、交货等信息，请与我公司生产厂或各销售办事处联系。

部件编号 X /XX

封装输出电压选项器件

   

器件： MCP1501 —— 50 ppm典型热漂移缓冲参考

卷带式选项： 空白 = 标准包装（管式或卷带式）

T = 卷带式 (1)

输出电压选项： 10 =  1.024V
12 =  1.200V
18 =  1.800V
20 =  2.048V
25 =  2.500V
30 =  3.000V
33 =  3.300V
40 =  4.096V

封装： CHY* = 6引脚塑封小外形晶体管（SOT-23）
SN = 8引脚塑封窄条小外形封装，主体3.90 mm（SOIC）
RW = 8引脚超薄型塑封双列扁平无脚封装——主体

2 x 2 mm（WDFN）

*Y = 镍钯金制造标识。仅SOT-23封装提供。

示例：

a) MCP1501T-10E/CHY：1.024V，6引脚SOT-23
封装，卷带式

b) MCP1501-12E/SN： 1.2V，8引脚SOIC封装 

c) MCP1501T-18E/SN： 1.8V，8引脚SOIC封装，
卷带式

d) MCP1501T-20E/RW： 2.048V，8引脚WDFN
封装，卷带式

注 1： 卷带式标识符仅出现在产品目录的部件编号
描述中。该标识符用于订货目的，不会印刷
在器件封装上。关于提供卷带式包装的包
装选项，请咨询Microchip销售办事处。

[X](1)

卷带式
 2017 Microchip Technology Inc.  DS20005474C_CN 第33页
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提供本文档的中文版本仅为了便于理解。请勿忽视文档中包含

的英文部分，因为其中提供了有关 Microchip 产品性能和使用

情况的有用信息。Microchip Technology Inc. 及其分公司和相
关公司、各级主管与员工及事务代理机构对译文中可能存在的
任何差错不承担任何责任。建议参考 Microchip Technology
Inc. 的英文原版文档。

本出版物中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便

利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范，
是您自身应负的责任。Microchip 对这些信息不作任何明示或

暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不
限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用
性的声明或担保。 Microchip 对因这些信息及使用这些信息而

引起的后果不承担任何责任。如果将 Microchip 器件用于生命
维持和 / 或生命安全应用，一切风险由买方自负。买方同意在

由此引发任何一切伤害、索赔、诉讼或费用时，会维护和保障
Microchip 免于承担法律责任，并加以赔偿。除非另外声明，在
Microchip 知识产权保护下，不得暗中或以其他方式转让任何

许可证。

请注意以下有关 Microchip 器件代码保护功能的要点：

• Microchip 的产品均达到 Microchip 数据手册中所述的技术指标。

• Microchip 确信：在正常使用的情况下， Microchip 系列产品是当今市场上同类产品中 安全的产品之一。

• 目前，仍存在着恶意、甚至是非法破坏代码保护功能的行为。就我们所知，所有这些行为都不是以 Microchip 数据手册中规定的

操作规范来使用 Microchip 产品的。这样做的人极可能侵犯了知识产权。

• Microchip 愿与那些注重代码完整性的客户合作。

• Microchip 或任何其他半导体厂商均无法保证其代码的安全性。代码保护并不意味着我们保证产品是 “牢不可破”的。

代码保护功能处于持续发展中。 Microchip 承诺将不断改进产品的代码保护功能。任何试图破坏 Microchip 代码保护功能的行为均可视

为违反了 《数字器件千年版权法案 （Digital Millennium Copyright Act）》。如果这种行为导致他人在未经授权的情况下，能访问您的

软件或其他受版权保护的成果，您有权依据该法案提起诉讼，从而制止这种行为。

商标

Microchip 的名称和徽标组合、 Microchip 徽标、 AnyRate、
AVR、 AVR 徽标、 AVR Freaks、 BeaconThings、 BitCloud、
CryptoMemory、 CryptoRF、 dsPIC、 FlashFlex、 flexPWR、
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SuperFlash、 tinyAVR、 UNI/O 及 XMEGA 均为 Microchip 
Technology Inc. 在美国和其他国家或地区的注册商标。
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SQTP 为 Microchip Technology Inc. 在美国的服务标记。

Silicon Storage Technology 为 Microchip Technology Inc. 在除美
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Technology Germany II GmbH & Co. & KG 在除美国外的国家或地

区的注册商标。
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